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Moule d'injection nour la fabrication d'un bottier 
semi-conducteur nntiaue et hoitier semi-conducteur optique. 

La presente invention concerne un moule d' injection d'un materiau 
d'encapsulation d'une puce de circuits integres de facon a constituer un 

5 boitier semi-conducteur et concerne egalement un boitier semi- 
conducteur qui peut avantageusement etre obtenu dans ce moule. 

De l'etat actuel de la technique, un tel moule comprend deux 
parties entre lesquelles est formee line cavite d'injection dans laquelle on 
insere une puce portee par une grille de connexion. L'aspect et la 

10 rugosite de la surface exterieure du boitier obtenu resultent directement 
de la rugosite (Ra) de la paroi de la cavite du moule. Si Ton souhaite 
obtenir sur toute la surface du boitier ou sur une zone particuliere de 
cette surface une rugosite inferieure, on procede actuellement a un 
polissage correspondant de la paroi de la cavite du moule. Cette 

15 operation est cependant delicate et coute cher. De plus, si une partie de 
la cavite est endommagee, il faut changer toute la partie du moule 
correspondante, ce qui egalement coute cher. 

La presente invention a pour but de proposer un moule d'injection 
perfections, qui peut etre avantageusement etre utilise pour la 

20 fabrication de boitiers renfermant une puce de circuits integres dans un 
materiau d'encapsulation transparent, cette puce comprenant sur une face 

un capteur optique. 

Selon un premier objet de l'invention, le moule d'injection d'un 
materiau d'encapsulation d'au moins une puce de circuits integres de 

25 facon a constituer un boitier semi-conducteur renfermant cette puce, qui 
presente au moins une cavite d'injection destinee a recevoir ladite puce, 
comprend un insert presentant une partie avant constituant une partie de 
la paroi de ladite cavite et presentant une surface frontale qui s'etend 
parallelement a une face de la puce disposee dans ladite cavite, de telle 

30 sorte que la face du boitier obtenu peut presenter une rugosite appropriee 
dans la zone de ladite surface frontale dudit insert. 
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Selon une variante de la presente invention, ledit insert penetre a 
Linterieur de ladite cavite de fa9on a former un creux dans le boitier 
obtenu dans la zone correspondant a ladite surface frontale dudit insert. 

Selon la presente invention, ladite partie avant dudit insert peut 
5 avantageusement presenter une surface frontale en saillie entouree par un 
epaulement annulaire en retrait par rapport a cette surface frontale. 

Selon la presente invention, le moule comprend de preference un 
espace annulaire borgne menage autour dudit insert et debouchant dans 
ladite cavite. 

10 Selon la presente invention, ledit espace annulaire est de 

preference agrandi dans sa partie eloignee de ladite cavite. 

Selon une variante de la presente invention, le moule comprend 
deux parties delimitant entre elles ladite cavite, sa premiere partie 
portant ledit insert de telle sorte que sa surface frontale s'etende 
15 parallelement a leur plan de joint. 

Selon la presente invention, sa seconde partie est munie d'au 
moins un organe mobile ou poussoir de demoulage oppose audit insert et 
des moyens permettant, lors du demoulage, de maintenir cet organe en 
appui sur le boitier obtenu apres injection lorsque la seconde partie du 
20 moule s'ecarte de sa premiere partie. 

Selon la presente invention, la premiere partie du moule comprend 
de preference des poussoirs de demoulage du boitier obtenu. 

La presente invention a egalement pour objet un boitier semi- 
conducteur qui presente une face frontale et renferme une puce de 
25 circuits integres dont une face comprend un capteur optique et s'etend du 
cote de et parallelement a ladite face frontale. 

Selon la presente invention, le materiau encapsulant ladite puce 
pour constituer ledit boitier est transparent et ladite face frontale 
comprend une zone situee en vis-a-vis dudit capteur optique et dont la 
30 rugosite est inferieure a la rugosite d'au moins le reste de cette surface. 

Selon la presente invention, ladite zone recouvre de preference au 
moins ledit capteur optique. 

Selon la presente invention, La rugosite de ladite zone est de 
preference inferieure a 0,10. 
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La presente invention sera mieux comprise a l'etude d'un boitier 
semi-conducteur et d'un moule d'injection decrits a titre d'exemples non 
limitatifs et illustres par le dessin sur lequel : 

- la figure 1 represente une coupe longitudinale d'un boitier 
5 semi-conducteur selon l'invention ; 

- la figure 2 represente une couple longitudinale partielle 
d'un moule d'injection, en position de moulage, permettant 
d'obtenir le boitier semi-conducteur de la figure 1 ; 

- la figure 3 represente le moule de la figure 2, dans une 
10 position de predemoulage ; 

- la figure 4 represente le moule de la figure 2, dans une 
position de demoulage ; 

- la figure 5 represente une variante d'execution d'une partie. 
du moule precite ; 

15 . et la figure 6 represente une autre variante d'une partie du 

moule pr£cite\ 

En se reportant a la figure I, on voit qu'on a represente un boitier 
semi-conducteur 1 qui comprend un bloc parallelSpipedique d'enrobage 
ou decapsulation 2 en une resine transparente, en particulier en une 
20 resine epoxy peu ou pas chargee, qui renferme une puce de circuits 
integres 3 ported d'un cote par une grille de connexion eleclriquc 4 qui 
presente des pattes de connexion 5 qui s'etendent lateralement a 

l'ext^rieur du bloc 2. 

La puce 3 presente une face frontale 6 qui comprend un capteur 
25 optique et qui s'etend parallelement a une face frontale 7a de la paroi du 
bloc 2. 

Dans sa partie centrale, la face frontale 7a du bloc 2 du boitier 1 
presente une zone 8 qui est plus grande que la face 6 de la puce 3 et dont 
la rugosite (Ra) est nettement inferieure a la rugosite du reste de la paroi 
30 du bloc 2. 

La rugosite de la zone 8 est choisie de facon a perturber le moins 
possible le flux lumineux la traversant pour se porter sur la face frontale 
6 a capteur optique de la puce 3. En particulier, la rugosite (Ra) de la 
zone 8 est inferieure a 0,10, de preference inferieure a 0,07, tandis que la 
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rugosite du reste de la paroi du bloc 2 peut etre indifferemment et 
usuellement comprise entre 1 et 2. 

En se reportant aux figures 2 a 4, on va maintenant decrire un 
moule d'injection permettant d'obtenir en particulier le boitier semi- 
5 conducteur 1 decrit ci-dessus en reference a la figure 1. 

Le moule 9 comprend une partie inferieure 10 et une partie 
superieure 11, qui presentent un plan de joint 12 et qui delimitent entre 
elles une cavite d'injection 13 dont la paroi correspondant a la forme de 
la paroi du bloc 2 du boitier semi-conducteur 1. Cette cavite 13 resulte 
10 de deux demi-cavites realisees dans les parties 10 et 11, qui presentent 
des fonds plats 13a et 13b paralleles au plan de joint 12. 

La partie inferieure 10 du moule 9 presente un passage vertical 14 
dans lequel est dispose et fixe un insert 15 de section cylindrique de telle 
sorte que la partie avant de cet insert 15 presente une face frontale 16 qui 
15 constitue la partie centrale du fond 13a de la cavite 13. La face frontale 
16 de l'insert 15 est dimensionnee de maniere a correspondre a la zone 8 
du boitier semi-conducteur 1 et sa rugosite (Ra) est choisie de fa9on a 
obtenir la rugosite souhaitee sur cette zone 8. 

La partie inferieure 10 du moule 9 est en outre munie de poussoirs 
20 de demoulage 17 disposes autour et a distance de l'insert 15 et 
susceptibles d'etre deplaces verticalement par un organe 
d'entrainement 18. 

La partie superieure 11 du moule 9 presente un passage vertical 19 
dans lequel est dispose un poussoir de demoulage 20 dont la partie avant 
25 presente une face frontale qui constitue une partie du fond 13b de la 
cavite 13 et qui correspond sensiblement a la face frontale 16 de 
l'insert 15. 

La partie superieure 11 du moule 9 est reliee a un organe 
d'entrainement 22 qui permet de l'ecarter et de la rapprocher de la partie 
30 inferieure 10. 

Le poussoir de demoulage 20 est porte par un support mobile 23 
qui est susceptible de venir en appui contre des butees fixes 24 du moule 
9, tandis que des ressorts 25 sont interposes entre l'organe 



d'entrainement 22 de la partie 11 du moule 1 et le support 23 du 
poussoir 20. 

Pour installer le moule 9 en position de moulage telle que 
representee sur la figure 2, ses deux parties 10 et 11 etant ecartees, on 

5 procede de la maniere suivante. 

On dispose, sur la surface superieure de la partie inferieure 10 
constituant le plan de joint 12, une grille 4 munie d'une puce 3 de telle 
sorte que la face frontale 6 a capteur optique de la puce 3 soit tournee 
vers le fond 13a et situee en face de la face frontale 16 de 1' insert 15. 

10 Puis, en activant l'organe d'entrainement 22, on deplace la partie 

superieure 11 du moule 9 vers sa partie inferieure 10 de maniere a 
prendre et presser entre elles la grille 4 dans le plan de joint 12 et de 
maniere a fermer la cavite 13. Le moule 9 se trouve alors dans sa 
position fermee representee sur la figure 2. 

15 Avant que la partie 1 1 du moule 9 atteigne cette position fermee, le 

support mobile 23 qui porte l'organe mobile de demoulage 20 vient en 
appui centre les butes 24 et stoppe sa course, la poursuite du mouvement 
de la partie 11 du moule 9 jusqu'a sa position fermee se produisant en 
comprimant les ressorts 25, la partie 11 du moule 9 coulissant vers le bas 

20 le long du poussoir de demoulage 20 jusqu'a ce que ce dernier atteigne 
une position dans laquelle sa face frontale 21 soit dans le plan du fond 

13b de la cavite 13. 

Ensuite, les parties 10 et 11 du moule 2 etant solidement 
assemblies par tous moyens connus et usuels, on procede a l'injection 
25 dans la cavite 13 d'un materiau d'enrobage ou d' encapsulation par des 
moyens connus non represents sur les figures, de facon a constituer le 
bloc 2 et realiser le boitier 1 decrit precedemment en reference a la 
figure 1. 

Lorsque le materiau d'enrobage ou d'encapsulation constituant ce 
30 boitier 1 est revenu a l'etat solide par refroidissement, on procede au 
demoulage qui s'opere de la maniere suivante. 

Dans une premiere etape, on active l'organe d'entrainement 22 de 
facon a ecarter vers le haut la partie superieure 11 du moule 9 de sa 



partie inferieure 10, jusqu'a ce qu'une face superieure 11a de la partie 
superieure 1 1 du moule 9 vienne en contact avec le support mobile 23. 

Au cours de cette etape, le support mobile 23 reste immobile en 
appui sur les butees 24 grace a l'effet des ressorts 25 qui se detendent. 
5 La partie superieure 11 du moule 9 coulisse vers le haut le long du 
pousssoir 20 qui reste en appui contre la surface 7b du boitier 1 obtenu, 
ce dernier s'extrayant de la demi-cavite de la partie superieure 11 du 
moule 9 et restant ainsi bloque dans la demi-cavite de la partie inferieure 
10 de ce moule. 

10 A la fin de cette premiere etape, le moule 9 se trouve dans la 

position intermediate representee sur la figure 3, 

Dans une seconde etape, l'organe d'entrainement 22 continue 
d'ecarter vers le haut la partie superieure 1 1 du moule 9 de sa partie 
inferieure 10 et entraine le support mobile 23 et le poussoir de 
15 demoulage 20 qui s'ecarte alors du boitier 1 obtenu. 

Une position obtenue au cours de cette seconde etape est 
representee sur la figure 4. 

Ensuite, comme le montre egalement la figure 4, on active l'organe 
d'entrainement 18 de telle sorte que les poussoirs de demoulage 17 ejecte 
20 vers le haut le boitier 1 obtenu de la demi-cavite de la partie inferieure 
10 du moule 9. 

Le moule d'injection 9 qui vient d'etre decrit, qui peut bien 
entendu presenter plusieurs cavites 13 de fa<?on a realiser plusieurs 
boitier 1 sur une grille 4 de connexion electrique commune, presente de 

25 nombreux avantages. 

En particulier, il permet de fabriquer une cavite 13 dans les parties 
10 et 11 du moule 9 de fa9on habituelle, c'est-a-dire presentant une 
rugosite (Ra) de sa paroi par exemple comprise entre 1 et 2, et de ne 
prevoir une rugosite beaucoup plus faible, par exemple inferieure a 0,10 

30 et de preference inferieure a 0,07, que sur la face frontale 16 de 
l'insert 15. 

En outre, il permet de controler rejection ou le demoulage du 
boitier 1 obtenu en l'ejectant tout d'abord de la partie 11 du moule 9 
grace au poussoir de demoulage 20 puis en l'ejectant de la partie 10 du 
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moule 9 grace au poussoir de demoulage 17, de telle sorte que le 
decollage de la face 7a du boitier 1 presentant la zone utile 8 qui fait 
face a la face 6 a capteur optique de la puce 3 se produit en evitant ou en 
limitant des effets de vagues susceptibles d'apparaitre sur cette zone 8 
qui nuiraient a la bonne transmission des rayons lumineux vers ce 
capteur optique au travers de cette zone. 

En se reportant maintenant a la figure 5, on voit qu'on a represent 
la partie inferieure 10 du moule 9 equipee d'un insert 26 different de 
l'insert 15 de l'exemple precedent. La partie avant de cet insert 26 
comprend, dans sa partie centrale, une partie en saillie 27 presentant une 
face frontale 28 dont la rugosite correspond a celle de la face frontale 16 
de l'insert 15 et qui est entouree par un epaulement annulaire 29 situe 
dans le plan du fond 13a de la cavite 13. 

Si le materiau d'encapsulation injecte dans la cavite 13 s'introduit 
15 entre l'insert 26 et le passage 14 de la partie inferieure 10 du moule 9 
sous l'effet de la pression d'injection, une bavure est susceptible de 
rester accrochee a la face 7a du boitier 1 obtenu apres demoulage. De 
telles infiltrations sont d'autant plus importantes que le materiau 
d'encapsulation injecte est tres liquide. Grace a cette disposition, cette 
bavure se situe a distance du bord de la zone utile 8 faisant face a la 
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puce 3. , 

En se reportant maintenant a la figure 6, on voit qu'on a represente 
la partie inferieure 10 du moule 9 equipee d'un insert 30 par exemple 
identique a l'insert 15 de l'exemple decrit en reference aux figures 2 a 4, 
25 cet insert 30 penetrant legerement dans la cavite 13 de facon a former un 
creux dans le boitier 1 obtenu dans sa zone 8 correspondant a ladite face 

frontale de l'insert 30. 

Dans cette variante, la partie avant du passage 14 recevant l'insert 
30 est agrandie de maniere a creer un espace annulaire 14a borgne 
30 debouchant dans la cavite 13 et presentant dans sa partie la plus eloignee 
de cette cavite, une gorge peripherique annulaire 14b. 

Ainsi, lors d'un premier moulage d'un premier boitier 1, l'espace 
annulaire 14a et la gorge 14b se remplissent de materiau d'encapsulation 
injecte. Au demoulage de ce premier boitier, le materiau injecte dans 
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l'espace 14a et la gorge 14b, en saillie par rapport a sa face 7a, se rompt 
au niveau de cette face et reste dans l'espace 14a et dans la gorge 14b 
qui le maintient. 

Ainsi, le materiau d'injection subsistant dans l'espace 14a et la 
5 gorge 14b constituent un bouchon tel que lors de moulages ulterieurs de 
boitiers 1, il ne se forme pas de bavure sur leur face 7a. 

Bien entendu, cette disposition de la figure 6 pourrait egalement 
etre appliquee a la variante de la figure 5. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
10 decrits. Bien des variantes d'execution sont envisageables sans sortir du 
cadre defini par les revendications annexees. 



REVINDICATIONS 

1. Moule d'injection d'un materiau d'encapsulation d'une puce de 
circuits integres de fa9on a constituer un boitier semi-conducteur 
renfermant cette puce, comprenant au moins une cavite d'injection 
destinee a recevoir ladite puce, caracterise par le fait qu'il comprend 

5 un insert (15) presentant une partie avant constituant une partie de la 

paroi de ladite cavite (13) et presentant une surface frontale (16) qui 
s'etend parallelement a une face (6) de la puce disposee dans ladite 
cavite, de telle sorte que la face du boitier obtenu peut presenter une 
rugosite appropriee dans la zone (8) de ladite surface frontale dudit 

10 insert. 

2. Moule d'injection selon la revendication 1, caracterise par le fait que 
ledit insert (30) penetre a l'interieur de ladite cavite (13) de facon a 
former un creux dans le boitier obtenu dans la zone correspondant a 
ladite surface frontale dudit insert. 

15 3. Moule d'injection selon la revendication 1, caracterise par le fait que 
ladite partie avant dudit insert presente une surface frontale (28) en 
saillie entouree par un epaulement annulaire (29) en retrait par 
rapport a cette surface frontale. 

4. Moule selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
20 caracterise par le fait qu'il comprend un espace annulaire borgne 

(14a) menage autour dudit insert (30) et debouchant dans ladite 
cavite. 

5. Moule selon la revendication 4, caracterise par le fait que ledit espace 
annulaire est agrandi (14b) dans sa partie eloignee de ladite cavite. 

25 6. Moule selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
comprenant deux parties delimitant entre elles ladite cavite, sa 
premiere partie portant ledit insert de telle sorte que sa surface 
frontale s'etende parallelement a leur plan de joint, caracterise par le 
fait que sa seconde partie (11) est munie d'au moins un organe mobile 

30 de demoulage (20) oppose audit insert (15) et des moyens (22, 23, 24) 

permettant, lors du demoulage, de maintenir cet organe en appui sur 
le boitier obtenu apres injection lorsque la seconde partie du moule 
s'ecarte de sa premiere partie. 
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7. Moule selon la revendication 6, caracterise par le fait que la premiere 
partie du moule comprend des poussoirs de demoulage (17) du boitier 
obtenu. 

8. Boitier semi-conducteur presentant une face frontale et renfermant 
une puce de circuits integres dont une face comprend un capteur 
optique et s'etend du cote de et parallelement a ladite face frontale, 
caracterise par le fait que le materiau (2) encapsulant ladite puce (3) 
pour constituer ledit boitier est transparent et que ladite face frontale 
(7a) comprend une zone (8) situee en vis-a-vis dudit capteur optique 
et dont la rugosite est inferieure a la rugosite d'au moins le reste de 
cette surface. 

9. Boitier optique selon la revendication 8, caracterise par le fait que 
ladite zone (8) recouvre au moins ledit capteur optique (6). 

10. Boitier selon l'une des revendications 8 et 9, caracterise par le fait 
que la rugosite (Ra) de ladite zone est inferieure a 0,10 
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